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(57) Abstract: The invention relates to a diffusion soldering device and/or sintering device, a press die, and a system comprising these
for connecting components of at least one electronic assembly, in particular a plurality of electronic assemblies, by means of diffusion
soldering or pressure sintering. The device comprises a top die and a bottom die, between which the assemblies are held, wherein the
top die has at least one pressure cushion, which is filled or can be filled with a fluid or displaceable medium and the inner pressure of
which is variable, and at least one plunger, in particular multiple plungers, which are operatively connected to the pressure cushion and
are designed to transmit a pressing force generated by a pressure increase in the pressure cushion to the assemblies. According to the
invention, the top die has a guide frame in which the plunger or plungers are guided axially displaceably along the effective direction of
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the pressing force, and the plunger or plungers are guided in a sealed displaceable manner relative to the pressure cushion in the guide
frame. In another aspect, the invention relates to a press die which can be used in an aforementioned diffusion soldering or sintering
device, and to a multi-module system which comprises a press die and/or an aforementioned device.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Diffusionslétvorrichtung und/oder Sintervorrichtung, ein Presswerkzeug und ei-
ne diese umfassende Anlage zum Verbinden von Komponenten zumindest einer elektronischen Baugruppe, insbesondere einer Mehr-
zahl von elektronischen Baugruppen mittels Diffusionsléten oder Drucksintern. Die Vorrichtung umfasst ein Oberwerkzeug und ein
Unterwerkzeug, zwischen denen die Baugruppen aufgenommen sind, wobei das Oberwerkzeug zumindest ein mit einem Fluid bzw.
verdrangbaren Medium befiilltes oder befiillbares Druckkissen, dessen Innendruck verdnderbar ist, und zumindest einen, insbesondere
mehrere, mit dem Druckkissen in Wirkverbindung stehende Stempel aufweist, welche zum Ubertragen einer durch eine Druckerhdhung
im Druckkissen erzeugten Presskraft auf die Baugruppen eingerichtet sind. Die Erfindung sieht vor, dass das Oberwerkzeug einen
Fithrungsrahmen aufweist, in welchem der oder die Stempel axial entlang der Wirkrichtung der Presskraft versetzbar gefiihrt sind, und
der oder die Stempel im Fithrungsrahmen gegeniiber dem Druckkissen abgedichtet versetzbar gefiihrt sind. In einem nebengeordneten
Aspekt wird ein Pressenwerkzeug vorgeschlagen, das in einer vorgenannten Diffusionslot- oder Sintervorrichtung einsetzbar ist, sowie
eine Mehrmodulanlage, die ein Pressenwerkzeug und/oder eine vorgenannte Vorrichtung umfasst.



